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(57)摘要

本实用新型公开了一种智能卡的定位装置

和封装设备，封装设备包括冷压站、热压站和两

条水平轨道，通过定位装置快速定位智能卡，能

够分别加热及冷却智能卡的芯片，水平轨道的凹

槽结构能够在定位装置脱离智能卡时防止智能

卡跟随移动；定位装置包括连接块以及安装在连

接块上的光轴，在光轴上安装左挡条和右挡条，

左挡条和右挡条的间距略小于智能卡的定位尺

寸，左挡条的底端安装有弹片，右挡条的底部具

有倒角部，弹片的底部和倒角部均背向朝外侧倾

斜，在定位过程中，智能卡的前后两端经过弹片

的底部和倒角部之间，进行快速滑动定位，定位

完成后，弹片对智能卡产生一个很小的压紧力

度，保证智能卡的位置不会再发生变化，定位精

度更高。
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1.一种智能卡的定位装置，其特征在于：包括连接块以及安装在连接块上的光轴，所述

光轴的左右两端分别安装有左挡条和右挡条，所述左挡条和右挡条的间距略小于智能卡的

定位尺寸，所述左挡条的底端安装有弹片，所述右挡条的底部具有倒角部，所述弹片的底部

和倒角部均背向朝外侧倾斜。

2.根据权利要求1所述的一种智能卡的定位装置，其特征在于：所述左挡条和右挡条位

置可调地安装在光轴上。

3.根据权利要求2所述的一种智能卡的定位装置，其特征在于：所述左挡条和右挡条均

通过螺钉与光轴紧固连接，在紧固前，所述左挡条和右挡条可沿光轴的轴向滑移。

4.根据权利要求3所述的一种智能卡的定位装置，其特征在于：所述左挡条和右挡条均

呈L型。

5.一种智能卡的封装设备，其特征在于：包括冷压站、热压站和两条水平轨道，所述冷

压站和热压站的下端分别安装有冷压头和热压头，所述冷压站和热压站上均设置有如权利

要求1～4任一项所述的定位装置，所述连接块可相对冷压站/热压站上下移动，所述弹片和

倒角部可定位夹持智能卡的前后两端，两条水平轨道均相向开设凹槽，所述智能卡的左右

两端卡置于凹槽内并可沿凹槽前后移动。

6.根据权利要求5所述的一种智能卡的封装设备，其特征在于：所述冷压站和热压站均

设置有升降机构和下压部，所述下压部通过升降机构连接冷压站/热压站，所述连接块与下

压部固定连接。

7.根据权利要求6所述的一种智能卡的封装设备，其特征在于：所述升降机构为气缸。

8.根据权利要求6所述的一种智能卡的封装设备，其特征在于：所述连接块上部还开设

有竖直的导向槽，所述冷压站和热压站对应设置有导向块。

9.根据权利要求6所述的一种智能卡的封装设备，其特征在于：所述冷压头和热压头可

分别相对冷压站的下压部和热压站的下压部竖直移动。
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一种智能卡的定位装置及封装设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及智能芯片卡技术领域，尤其涉及智能卡的定位装置和封装设备。

背景技术

[0002] 目前，智能芯片卡的芯片封装设备中有热压和冷压两道工序。在智能卡到达热压

工序时，处于智能卡下方有一个由气缸带动的夹紧定位装置对到达工位的卡体进行夹紧定

位，定位完成后，在填装有模块芯片的智能卡上方有一个热压头会下压到模块芯片处，把模

块芯片加热到设定的高温，此时，高温的模块芯片会把接触到的智能卡周边材料熔化。然

后，夹紧定位装置的气缸复位，夹紧装置松开，智能卡会被传送到下一道冷压工序，同样，处

于智能卡下方有一个由气缸带动的夹紧定位装置对到达工位的智能卡进行夹紧定位，定位

完成后设备接着完成冷压等相关工序的流程工作。

[0003] 现有的夹紧定位装置主要是由一个气缸、弹簧和爪条或者压块来组成，智能卡经

传送皮带送到指定位置时，设备只能通过气缸的动作使爪条或压紧块实现夹紧与松开来对

智能卡进行定位。这种定位方式动作较慢，需要较多的时间来完成卡体定位，并且定位装置

夹紧安装于智能卡下方，处于设备的内部，在智能卡定位的位置需要调节时很不方便，处理

效率比较低。

实用新型内容

[0004] 为了克服上述现有技术的不足，本实用新型提供了一种智能卡的定位装置和封装

设备，其能够快速准确地自动定位智能卡，提高封装效率。

[0005] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案为：

[0006] 一种智能卡的定位装置，包括连接块以及安装在连接块上的光轴，所述光轴的左

右两端分别安装有左挡条和右挡条，所述左挡条和右挡条的间距略小于智能卡的定位尺

寸，所述左挡条的底端安装有弹片，所述右挡条的底部具有倒角部，所述弹片的底部和倒角

部均背向朝外侧倾斜。

[0007] 作为上述技术方案的改进，所述左挡条和右挡条位置可调地安装在光轴上。

[0008] 作为上述技术方案的改进，所述左挡条和右挡条均通过螺钉与光轴紧固连接，在

紧固前，所述左挡条和右挡条可沿光轴的轴向滑移。

[0009] 作为上述技术方案的改进，所述左挡条和右挡条均呈L型。

[0010] 一种智能卡的封装设备，包括冷压站、热压站和两条水平轨道，所述冷压站和热压

站的下端分别安装有冷压头和热压头，所述冷压站和热压站上均设置有上述定位装置，所

述连接块可相对冷压站/热压站上下移动，所述弹片和倒角部可定位夹持智能卡的前后两

端，两条水平轨道均相向开设凹槽，所述智能卡的左右两端卡置于凹槽内并可沿凹槽前后

移动。

[0011] 作为上述技术方案的改进，所述冷压站和热压站均设置有升降机构和下压部，所

述下压部通过升降机构连接冷压站/热压站，所述连接块与下压部固定连接。
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[0012] 作为上述技术方案的改进，所述升降机构为气缸。

[0013] 作为上述技术方案的改进，所述连接块上部还开设有竖直的导向槽，所述冷压站

和热压站对应设置有导向块。

[0014] 作为上述技术方案的改进，所述冷压头和热压头可分别相对冷压站的下压部和热

压站的下压部竖直移动。

[0015] 本实用新型的有益效果有：

[0016] 本封装设备包括冷压站和热压站，通过定位装置快速定位智能卡，能够分别加热

及冷却智能卡的芯片，水平轨道的凹槽结构能够在定位装置脱离智能卡时防止智能卡跟随

移动，定位装置在光轴上安装左挡条和右挡条，在定位过程中，智能卡的前后两端经过弹片

的底部和倒角部之间，进行快速滑动定位，定位完成后，弹片对智能卡产生一个很小的压紧

力度，保证智能卡的位置不会再发生变化，定位精度更高。

附图说明

[0017] 下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步说明，其中：

[0018] 图1是本实用新型实施例中封装设备的结构示意图；

[0019] 图2是本实用新型实施例中封装设备的另一结构示意图；

[0020] 图3是本实用新型实施例中定位装置的结构示意图。

具体实施方式

[0021] 参见图1，本实用新型的提供一种智能卡的定位装置和封装设备，其中，封装设备

包括冷压站1、热压站2和两条水平轨道3，所述冷压站1和热压站2的下端分别安装有冷压头

4和热压头5，所述冷压站1和热压站2上均设置有定位装置6，两条水平轨道3均相向开设凹

槽31，智能卡7的左右两端卡置于凹槽31内并可沿凹槽31前后移动，水平轨道3的凹槽结构

能够在定位装置6脱离智能卡7时防止智能卡7跟随移动，凹槽31的上壁会挡住智能卡7向上

移动，最终智能卡7与定位装置6实现分离。

[0022] 进一步参见图3，定位装置6包括连接块61以及安装在连接块61上的光轴62，所述

光轴62的左右两端分别安装有左挡条63和右挡条64，所述左挡条63和右挡条64均呈L型，所

述左挡条63和右挡条64的间距略小于智能卡7的定位尺寸，所述左挡条63和右挡条64位置

可调地安装在光轴62上，所述左挡条63和右挡条64均通过螺钉67与光轴62紧固连接，在紧

固前，所述左挡条63和右挡条64可沿光轴62的轴向滑移。

[0023] 其中，所述左挡条63的底端安装有弹片65，所述右挡条64的底部具有倒角部66，所

述弹片65的底部和倒角部66均背向朝外侧倾斜，所述弹片65和倒角部66可定位夹持智能卡

7的前后两端。

[0024] 进一步参见图2，所述冷压站1和热压站2均设置有升降机构8和下压部10，所述下

压部10通过升降机构8连接冷压站1/热压站2，所述连接块61与下压部10固定连接，所述升

降机构8为气缸，所述冷压头3和热压头4可分别相对冷压站1的下压部10和热压站2的下压

部10竖直移动，所述连接块61可相对冷压站1/热压站2上下移动，所述连接块61上部还开设

有竖直的导向槽68，所述冷压站1和热压站2对应设置有导向块9，从而能够实现定位装置6

的竖直移动时导向作用。
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[0025] 在工作过程中，智能卡7经过动力机构传输到热压站2下方，此时热压站2的下压部

10向下移动，定位装置的左、右挡条的下端的相对位置较低，左挡条的弹片65和右挡条的倒

角部66先与智能卡7相接触，随着下压部10的继续向下移动，智能卡7会顺着弹片65的底部

和倒角部66进行移动定位，随着下压部10继续向下移动，智能卡7进入弹片65和右挡条64之

间的位置，弹片65对智能卡7产生一个很小的压紧力度，保证智能卡7的位置不会再发生变

化，从而完成精准定位。在需要调节智能卡7定位后的位置时，通过拧松左挡条63、右挡条64

与光轴62连接的螺钉67就可以对左挡条63和右挡条64的位置进行左右调节，从而实现对智

能卡7的位置调节，同样的，如果在定位前调节左挡条63和右挡条64的间距，能够使本定位

装置适应不同尺寸的智能卡。

[0026] 随后，热压头5下压到智能卡7的芯片处，将芯片加热到设定的高温，此时，高温的

芯片会把接触到的智能卡周边材料熔化，在智能卡7完成热压后，热压站2复位向上移动，因

智能卡7一边在水平轨道3的凹槽内，凹槽31的上壁会挡住智能卡向上移动，所以，最终智能

卡7与定位装置6实现分离，智能卡7进一步经过动力机构传输到冷压站1下方，同理，完成冷

压工序。

[0027] 以上所述，只是本实用新型的较佳实施方式而已，但本实用新型并不限于上述实

施例，只要其以任何相同或相似手段达到本实用新型的技术效果，都应属于本实用新型的

保护范围。
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图1
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图2
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图3
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